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Flip-TopTM BGA ソケット 
アドバンスト社の Flip-TopTM BGA ソケットは BGAデバイスのはんだ付けが不要で 
何度でも取り外し／差し替えが出来る画期的なソケットです。 
ピッチは 0.50mm/1.00mm/1.27mmのご用意がございます。 

 

          

Mod5 Flip-TopTM BGA ソケット 
 
・0.5mmピッチ(FRMシリーズ) 
・500 サイクル以上使用可能 
・デバイスサイズ：2.5mm～12mm角まで 

 
 
ソケット本体サイズ：20mm×27mm 
高さ：約 17.4mm 
本体材質：グラスファイバー入りサーモプラスチック 
ベースソケット材質：FR-4 グラスエポキシUL94V-0 

 

Flip-TopTM BGA/LGA ソケット 
 
・1.00mmピッチ（FRH シリーズ） 
・500 サイクル以上使用可能 
・デバイスサイズ：2.5mm角～ 
・接触ピンは表面実装(SMT)タイプ、 
スルーホール(TH)タイプ選択可能 

 
ソケット本体サイズ： 
デバイス縦幅+3mm×横幅+10.mm 
(デバイス 15mm角以上の場合) 
本体材質：サーモプラスチック 
ベースソケット材質：FR-4 グラスエポキシUL94V-0 

 

Flip-TopTM BGA/LGA ソケット 
 
・1.27mmピッチ（FRG シリーズ） 
・500 サイクル以上使用可能 
・デバイスサイズ：2.5mm角～ 
・接触ピンは表面実装(SMT)タイプ、 
スルーホール(TH)タイプ選択可能 

 
ソケット本体サイズ： 
デバイス縦幅+3mm×横幅+10.mm 
(デバイス 15mm角以上の場合) 
本体材質：液晶ポリマー(LCP) 
ベースソケット材質：FR-4 グラスエポキシUL94V-0 

 
 

0.5mm ピッチ（FRMシリーズ） 1.00mm/1.27mmピッチ(FRH/FRG シリーズ) 

           お問い合わせ先： 
 

〒164-0002 東京都中野区上高田 3-38-5Y.L.ビル TEL: 03-3387-7611 FAX:03-3388-7388 
E-MAIL: info.mail@kaztech.co.jp 


